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address circuit only, also delimiting the gap between the two plates, 

forming a sealed area. The liquid crystal display zone (6) is formed in 

the area between the matrix and the upper plate. « 

USE/ADVANTAGE - LCD; plasma displays. 
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Abstract (Equivalent): EP 647333 B 

The passivation and encapsulation device uses an outer sealing bead 
(4) around the circuit. The address circuit (2) and the matrix (1) are 
both on a substrate (3) side by side. 

A passivation layer of polymerised epoxy resin is applied over the 
address circuit only, also delimiting the gap between the two plates, 
forming a sealed area. The liquid crystal display zone (6) is formed in 
the area between the matrix and the upper plate. 

USE/ADVANTAGE - LCD; plasma displays. 

Dwg.1/5 

Abstract (Equivalent): US 5606194 A 

Device for encapsulating and passivating electronic circuits, 
comprising: . • : 

a substrate plate; . 

an electronic circuit mounted on said substrate plate; 

an active matrix mounted on said substrate plate; and 

a sealing bead deposited on said substrate plate and surrounding 
said electronic circuit so as to form a sealed enclosure separate from 
said active matrix. 
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Disposition d'encapsulation et de passivation de circuit pour dcrans plats. 

67) La pr6sente invention a pour objet un dispositif d'enca- 
pSulatlon et de passivation de circuits de comma nde int6- 
gres d'^crans plats. 

II comporte un cordon de scellement (4. 7. 8, 13) et 6ven- 
tuellement un mat6riau opaque (16) bloquant la photocon- 
ductivit6 des composants de la matrice active (1)» assurant 
la fonction d'espaceur et 6ventuellement cede de "Black 
Matrix" et est caract6fis6 en ce que ce cordon de scelle- 
ment ou ce mat6riau opaque assure Tencapsulatlon et/ou 
la passivation des circuits de commande int6gr6s de 
r^cran plat 
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DISPOSITIF D'ENCAPSULATION ET DE 
PASSIVATION DE CIRCDIT POUR 
ECRANS PLATS 

La presente invention a pour objet un dispositif 
d'encapsulation et de passivation de circuits et notamment de 
circuits de commande Integres d'ecrans plats. 

Un ecran plat 4 cristaux liquides est constitue d'un 
certain nombre de ceUules-transducteurselectro-optiques 
constituees d'electrodes encadrant un cristal liquide dont les 
proprietes optiques sont modifiees en fonction de la valeur du 
champ qu'ii subit et qui sont commandees par un dispositif de 
commutation. Chacune de ces ceUules elementaires ainsi 
constituee est appelee pixel. 

L'adressage de ces pixels s'effectue par 
I'intermediaire de lignes (lignes de selection) et de _ colonnes. 
(lignes de d'onnees) commandees par "des circuits .d'adressage 
peripheriques (appeles drivers en langue anglaise). 

Les electrodes, les dispositifs de commutation, les 
Hgnes et les colonnes sont deposes et graves sur une meme 
plaque substrat, Us constituent la matrice active de I'ecran. 
Avantageusement, les circuits de commande peripheriques 
peuvent etre eux aussi integres sur la plaque substrat 
comportant la matrice active, n se pose alors le probleme de 
leur passivation et de leur protection. 

En effet, ces disposiUfs .«!ont fragiles et leur 
fiabiUte passent par une protection efficace centre tous les 
types d'agression qui peuvent modifier leurs comportements 
electriques. Ces agressions peuvent etre mecanlques du fait de 
chocs ou de rayures. chiralques quand, par exemple, i'ecran est 
nettoye avec un solvant organique ou un alcool. ou electriques 
lorsque, par exemple. une molecule polalre d'eau. d'alcool ou de 
cristal liquide va introduire dans le circuit une capacite 
parasite. La lumiere est un autre type d'agression qui peut 
modifier le fonctionneraent d'un circuit par photoconductivite . 
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D'une maniere generale, la passivation des circuits 
integres est realisee par une bicouche constituee de nitrure de 
silicium (SiN) isolant les couches actives, et d*un metal ou 
d'ua polymere organique opaque du type polyimlde qui les 
protege de la lumlere et, dans le cas des matrices actives des 
ecrans plats, calibre la cavite dans laquelle se trouve le 
cristal Uquide. Dans ce dernier cas, la plaque support 
comportant la matrice active et la contreplaque constituant la 
contre-electrode sont coUees I'une a I'autre par 
I'intermediaire d'un cordon de scellement generalement en epoxy 
qm permet aussl de maintenir le cristal Uquide a I'interieur 
des cellules. 

La presente invention permet d'optimiser la 
passivation et la protection de circuits electronlques realises 
sur un substrat grace a une utilisation judlcleuse de ce cordon 
de scellement et est particulierement bicn adaptee a celle des 
circuits d'adressage integres sur verre pour des ecrans plats a 
matrices actives. 

La presente invention concerne un dispositif 
d'encapsulation et de passivation de circuits electronlques 
realises sur une plaque substrat comportant un cordon de 
scellement caracterise en ce que ce cordon est utilise pour 
passiver et proteger ces circuits electroniques . 

La presente invention concerne aussi un dispositif 
d'encapsulation et de passivation de circuits electroniques 
realises sur une plaque support sur laqueUe est aussi roalisee 
une matrice active commandant des celhiles electro -op ti que s et 
comportant une couche opaque bloquant la photoconductivite des 
composants de la matrice active assurant la fonctlon d'espaceur 
et eventuellement celle de "black matrix", qui est caracterise 
en ce cjue cette couche est utilisee pour I'encapstdation et la 
passivation desdits circuits electroniques, 

Ce type d'encapsulation et de passivation permet de 
liiinimiser la surface perdue a la peripherie de la partie active 
de I'ecran sans pour cela compliquer le process de fabrication. 
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La presents invention sera mleux comprise et des 
avantages supplementaires vont apparaitre dans la description 
qui va suivre illustree par les figures suivantes : 

- la figure 1 represente une vue en coupe d'un ecran 
a cristaux Uquides suivant un premier mode de reaUsation de 
I'invention, 

- la figure 2 represente une vue en coupe d'un ecran 
a cristaux liquides selon un second mode de realisation de 
I'invention, 

- la figure 3 represente une vue planaire d'un ecran a 
cristaux liquides muni d'un dispositif particulier du second 
mode de realisation, 

- la figure 4 represente une vue en coupe d'un ecran 
a cristaux liquides selon un troisieme mode de realisation de 
I'invention, et 

- la figure 5 represente une vue planaire d'un ecran a 
cristaux Uquides muni d'un - dispositif particulier sel8n le 
troisieme mode de realisation de I'invention. 

Dans un premier temps, la plaque substrat non encore 
traitee est passivee d'une maniere classique. comme par exemple 
avec une couche de nitrure de sUlcium. Cette plaque est en 
materiau transparent (comme par exemple du verre, du quartz 
ou du plexiglass) dans le cas d'un mode transmissible de lumiere 
(comme pour les ecrans projection) mais peut bien evidemment 
etre d'un tout autre materiau dans le cadre d'un mode reflexif . 

Dans le type d'ecran qui nous interesse, les circuits 
d'adressage peripheriques (drivers) sont realises en meme temps 
et avec les memes materiaux que la matrice active. De tels types 
d 'ecrans sont decrits dans la demande de brevet fran9aise N°87 
03737 de Hosidem Electronics ou encore dans le brevet frangais 
N° 87 07941 de THOMSON-CSF. L'invention consists a utiUser le 
cordon de scellement des deux plaques pour proteger ces drivers 
Integres. Ce cordon peut etre opaque ou transparent. 

Dans les figures 1, 2, 3, 4 et 5 les elements 
identiques ont la meme indexation. 
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Sur la figure 1, la matrice active 1 et le circuit 
d*adressage integre 2 ont ete deposes et graves sur la plaque 3, 
Habltuellement, le cordon de scellement de I'ecran est dispose 
entre la matrice active 1 et le circuit d'adressage 2 afin de 
maintenir un ecartement calibre entre les plaques 3 et 5 en 
delimitant une zone contenant le cristal liquide. Dans 
I'invention, le cordon 4 recouvre totalement le circuit 
d'adressage 2 et delimite une zone 6 contenant le cristal 
liquide. Ce cordon constitue done pour ces circuits, en plus 
d'un ecarteur, d'une couche de passivation contre les agressions 
mecanlc[ues, chimiques et electriques, et leurs comportements 
electriques sont ainsi parfaitement preserves. 

Par ailleurs , ce mode de realisation permet de 
minimiser la place perdue en peripherie de la partie utUe de 
I'ecran puisque I'electronlque d'adressage, habituellement a 
I'exterieur du cordon; se retrouve sous le cordon et ne requiert 
done pas de place supplementaire. 

Ce cordon de scellement peut etre obtenu en utilisant 
de Tepoxy polymerise a chaud ou de l*epoxy polymerise sous 
ultra-violet (materiaux acryliques, coUes). Dans tous les cas 
lors du depot du cordon, une ouverture que I'on rebouche a la 
fin du process est menagee afin de liberer le gaz emprisonne 
dans Tenceinte et permet de remplir cette enceinte de cristal 
liquide dans le cas d'un ecran a cristal liquide. La nature de 
ce gaz (air, azote, argon ou tout type de gaz inerte) depend de 
I'atmosphere dans lequel I'operation est realisee. On peut 
utiliser pour la realisation de ce cordon un materiau opaque 
afin de bloquer la photoconductlvite des drivers. 

Un dexixieme mode de realisation utilisant les memes 
materiaxix pour le cordon de scellement est presente sur la 
figure 2. Sur cette figure, le cordon de scellement des plaques 
3 et 5 est depose de part et d'autre (elements 7 et 8) du 
circuit d'adressage 2 de maniere obtenir une enceinte 9 
parfaitement etanche. Dans ce cas, le cordon de scellement ne 
doit Jamais effleurer les circuits Integres sous peine de 
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modifier localement leurs caracteristiques, c'est-a-dire que les 
proprietes electrlques des materiaux utilises dans les circuits 
integres ne seront pas equivalents dans les zones recouvertes ou 
effleurees par le cordon de . sdeUement et les zones non 
recouvertes ; il en resulterait un dysfonctionnement des 
fonctions des circuits. 

De la meme maniere que • dans le premier mode de 
realisation de I'invention une ouverture est menagee dans le 
cordon de scellement afin de Uberer le gaz emprisonne dans 
I'enceinte. A la fin de I'operation d 'encapsulation, I'enceinte 
9 contenant le driver est alors parfaitement etanche. 

La figure 3 represents une vue planaire d'un ecran 
plat comportant une structure de cordon de sceUement selon le 
second mode de reaUsation de la figure 2. Sur une plaque 3. on 
realise la matrice active 1 et les drivers Integres 10, 11 et 
12. Le cordon de sceUement 13 du type de ceux evoqu'es plus 
- haut -est depose autour du driver" eh laissant-uni ouverture 14 
permettant au gaz de s'echapper de I'enceinte ainsi delimitee. 
Dans ce cas particulier, I'ecran comporte trols drivers integres 
10. 11 et 12 sur trols cotes, et. sur le quatrieme cote le 
cordon rempUt sa fonction classique qui est d'emprisonner entre 
les deux plaques le cristal liquide toxit en laissant une 
ouverture 15 pour les memes raisons que ceUes evoquees plus 
haut (remplissage du cristal liquids) . 

La protection et la passivation des circuits 
d'adressage lignes et colonnes integrees d'tm ecran peut etre 
reallsee a la fois avec le cordon sur les drivers (premier mode 
de realisation) et avec le cordon autour des drivers (second 
mode de reallsaUon). C'est-A-dire que I'on peut, par exemple. 
passiver les diverses lignes d'un ecran avec le premier mode de 
realisation et les diverses colonnes de ce meme ecran avec le 
second ou inversement. 

Afir, de malntenlr un espace parfaitement identique 
entre les plaques au niveau du cordon sur toute la surface de 
I'ecran, des espaceurs peuvent etre introdults dans la zone du 
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cordon. Ces espaceurs sont des billes de diametre calibre qui 
sont incorporees dans le cordon avant son depot, ou un 
empilement de couches d'une epaisseur calibree realisees en meme 
temps que la matrice active au cour du precede d'assemblage de 
I'ecran. 

5 II peut arriver alors que le depot du cordon 

directement sur les drivers cree des problemes d'adherence ou 
deteriore les drivers, un troisieme mode de realisation de 
I'invention permet d'eviter ce type de probleme. 

En effet, parallelement a ce type de cordon a 

10 espaceur, sont utilises sur les composants et les connexions de 

la matrice active, des couches de LBL (pour Light Blocking 
Layer en langue anglaise) qui joue le role de masque optique en 
bloquant la photoconductivite de la matrice active, d*espaceur 
pour la cellule & cristaux liquides et eventuellement de masque 

15 noir (Black Matrix en langue anglaise) afln d'amellorer le 

contraste de I'ecran. 

Le troisieme mode de realisation de rinvention 
represents sur les figures 4 et 5 consiste alors a \itiliser ces 
couches LBL 16 pour, en plus des fonctions precedentes, 

20 passiver et proteger les drivers integres 2, le cordon de 

scellement 4 etant alors situe sur Texterieur de la matrice 
active 1 et des drivers peripheriques integres 2 passives et 
proteges par les couches de LBL 16. Le LBL etant utUise pour 
la fabrication des cellules a cristaux liquides, le depot de 

25 ceUe-ci sur les drivers integres fait partie du meme process de 

fabrication et est done tres simple et peu couteux de mise en 
oeuvre . 

D 'autre part, I'adherence du cordon 4 a la plaque 3 
est raeiUeure puisque celui-ci n'est plus depose sur des couches 
30 metalllques, Isolantes ou semi-conductrices mais sur la plaque 

support 3 eUe-meme (generalement en verre) a une distance 
requise (de Tordre du mm ou molns) du LBL 16 depose sur les 
drivers peripheriques integres 2 et la matrice active 1. 
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Bien evidemment, ce trolsieme mode de realisation ne 
se linute pas aux ecrans comportant des cordons . espaceurs 
mais a tous les types de cordons et de LBL. 

Sur la figure 5 est represents un ecran particuUer 
PU.s,u.^ comporte trois drivers int.gr.s . ,a p,rlphL TZ 
matr.ce active 1 passives et proteges par des couches de LBL 16 
Les trois differents mode de reaUsation de 
imventxon peuvent etre combines entre eux sur un meme ecran 

Cette invention s'applique aussi aux ecrans n'ayant 
.u^^^^seui type. CUgne ou coionne) de .rcuit d'adresra; 

DWre part, le materiau semiconducteur utilise pour 
^. reahsation de la matrice active et des circuits d'adressage 
^ egres peut .tre du SiHum amorphe ou polycristallin ou du 

tranTr ^ -^Po^ant de base peut .tre un 

transistor ou une diode. 

" ^ P^^^^nte -invention s'appUque aT tous Vs" types " 
d ecrans plats a circuits d'adressage Integres comn^e les .crans 
^ cr.staux liquides utliisant la birefringence controlee 
electrxquement, le mode nimatique en h41ice ou le mode 
ferroelectrique, ou encore les ecrans a plasma. 
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REVENDICATIONS 

1. Dispositif d'encapsulation et de passivation de 
circvdts electroniques (2, 10, 11, 12) realises sur une plaque 
substrat (3) comportant un cordon de scellement (4, 7, 8, 13) 
caracterise en ce que ce cordon (4, 7, 8, 13) est utilise pour 
passiver et proteger ces circuits electroniques (2, 10, 11, 12). 

2. Dispositif d'encapsulation et de passivation selon 
la revendication 1 caracterise en ce que le cordon de scellement 
(4) est depose sur les circuits (2) et les recouvre totalement, 

3. Dispositif d'encapsulation et de passivation selon 
la revendication 1 caracterise en ce que le cordon de scellement 
(7, 8) est depose autour du circuit (2). 

4. Dispositif d'encapsulation et de passivation selon 
I'une quelconque des revendications precedentes caracterise en 
ce que le materiau utilise pour reallser le cordon de scellement 
(4, 7, 8, 13) est de I'epoxy polymerise a chaud ou de Tepoxy 
polymerise sous rayons ultra -violets. 

5. Dispositif d'encapsulation et de passivation de 
circuits electroniques (2 10, 11, 12) realises sur une plaque 
support (3) sur laqueUe est aussi realisee une matrice active 
(1) commandant des cellules electro- op tiques et comportant une 
couche opaque (16) bloquant la photoconductivite des composants 
de la matrice active (1) assxirant la fonction d'espaceur et 
eventuellement ceUe de "black matrix", caracterise en ce que 
cette couche (16) est utilisee pour ^encapsulation et la 
passivation desdits circuits electroniques (2, 10, 11, 12). 

6. Dispositif d'encapsulation et de passivation selon 
la revendication 5, caracterise en ce que la couche (16) 
d'encapsulation et de passivation est depose© sur les circuits 
(2, 10, 11, 12) et les recouvre totalement. 

7. Dispositif d'encapsulation et de passivation selon 
I'une quelconque des revendications precedentes caracterise en 
ce que le circuit electronique (2, 10, 11, 12) est un circuit 
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d*adressage integre de matrice active (1) d*un ecran plat a 
cristaux liquides ou a plasma. 

8. - dispositif d'encapsulation et de passivation selon 
I'une quelconque des revendications precedentes caracterise en 
ce que la plaque substrat (3) sur laquelle sont realises les 
circuits electroaiques (2, 10, 11, 12) est en materiau 
transparent. 

9. Dispositif, d'encapsuiation et de passivation selon 
I'une quelconque des revendications precedentes caracterise en 
ce que le composant de base utilise dans le ou les circuits 
electroaiques (2, 10, 11, 12) est un transistor ou une diode. 

10. Dispositif d'encapsuiation et de passivation selon 
I'une quelconque des revendications precedentes caracterise en 
ce que le materiau semi-conducteur utilise dans le ou les 
circuits electroniques (2, 10, 11, 12) est du Silicium amorphe 
ou polycristallin ou du Seleniure de Cadmium. 
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